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en practica del mismo

@Resumen:

Procedimiento de obtencién de una placa de circuito
impreso y dispositivo para la puesta en practica del
mismo.

El procedimiento y el dispositivo de la invencion estan
previstos para obtener una placa de circuito impreso,
de manera que la misma se dispone sobre un soporte
fijo (1) y se refleja un rayo laser (3') ultravioleta
controlado en orden a dibujar mediante el mismo las
pistas del circuito a obtener sobre la cara o caras de
la placa base. En una fase posterior se lleva a cabo el
revelado de la placa (2) por inmersion de la misma en
sosa caustica, agitandose mediante burbujeo, tras lo
gque se procede al lavado con agua limpia y posterior
inmersién en acido clorhidrico para la eliminacion del
material conductor que no participa en las pistas del
circuito, incluido el de los orificios para el montaje de
los componentes electrénicos. Finalmente la placa se
somete a un proceso de taladrado y fijacién de los
componentes electrénicos que participan en la misma.
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DESCRIPCION

Procedimiento de obtencién de una placa de circuito impreso y dispositivo para la puesta
en practica del mismo.

Objeto de la invencidn

La presente invencién se refiere a un procedimiento que ha sido especialmente
concebido para la obtencion de una placa de circuito impreso.

Es igualmente objeto de la invencion el dispositivo para la puesta en practica del
procedimiento en base al cual se obtiene una placa de circuito impreso.

Antecedentes de la invencion

Como es sabido, una placa de circuito impreso esta formada por una placa base no
conductora, por ejemplo de baquelita, y una o mas pistas de material conductor
laminados sobre una o ambas caras de la placa base, de manera que el circuito impreso
se utiliza para conectar eléctricamente, a través de dichas pistas conductoras, y sostener
mecéanicamente, por medio de la base no conductora, una serie de componentes
electronicos.

Las pistas conductoras son generalmente de cobre, mientras que la base se fabrica a
base de resina de fibra de vidrio reforzada, ceramica, plastico, teflon o polimeros como la
baquelita ya mencionada.

Tradicionalmente, el proceso de obtencion de una pista de circuito impreso sobre una
placa base se basa en introducir la placa base con una placa de material conductor sobre
el que se imprime el dibujo de la pista a obtener con un material resistente al acido, de
manera que el conjunto se sumerge en un acido que elimina el material conductor que no
forma parte del dibujo del circuito, para luego taladrar el mismo y fijar a este los
componentes electrénicos de que se trate.

Esta forma actual y convencional de obtener las pistas de circuito impreso supone una
operativa lenta y a la vez no exenta de determinadas anomalias que pueden repercutir en
el correcto funcionamiento del circuito impreso.

Descripcion de la invencion

El procedimiento que la invencion propone presenta una serie de particularidades que
permiten obtener, en combinacion con el dispositivo para la ejecucién del mismo, unos
resultados mucho mejores, con mejores prestaciones y con unos tiempos de ejecucién
menores.

Mas concretamente, el procedimiento de la invencion se basa en partir de una placa de
circuito impreso fotosensible a los rayos ultravioletas, placa que se dispone sobre un
soporte fijo y que es sometida a un rayo laser ultravioleta de 100 mA, rayo que se refleja
en una pareja de espejos motorizados que permiten dirigir el rayo de forma controlada en
los ejes X e Y sobre la placa de circuito impreso, para dibujar sobre la misma las
correspondientes pistas del circuito que se pretende grabar u obtener.

Con posterioridad a dicho impresién mediante rayos laser de la placa, ésta es sometida a
un proceso de revelado sobre un tanque de sosa caustica en el que se introduce la placa,
con agitacion, mediante un sistema de burbujas en la parte inferior del tanque.
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A continuacion, y tras el revelado de la placa, se procede a la introduccion de la misma
en un tanque con agua limpia para lavar el resto de sosa caustica y tras esta fase se
somete a un ataque por introduccion de la placa en un tanque con acido clorhidrico o
Salfumén, al objeto de eliminar el exceso de material conductor que no pertenezca a las
pistas del circuito a obtener, incluidos los que con posterioridad estableceran los orificios
para el montaje de los componentes electronicos, efectudndose esta fase del proceso
durante un tiempo controlado para que tras la retirada de la placa de ese tanque de acido
se obtenga ya listo el circuito impreso, el cual es sometido finalmente al proceso de
taladrado, efectuandose éste Unicamente a través de la placa base, ya que en las pistas
del circuito impreso han sido previamente eliminados los puntos correspondientes a
dichos orificios, lo que resulta mucho mas eficaz y fiable que si se realizara el taladrado
tanto de la placa como de las pistas de circuito impreso, como se realiza
tradicionalmente.

En cuanto al dispositivo para la ejecucion del procedimiento descrito, el mismo se basa
en un soporte fijo sobre el que se dispone la placa foto-sensible, incluyendo una pareja
de espejos motorizados y controlados electronicamente para redireccionar el haz laser en
los ejes X e Y de coordenadas sobre la placa foto sensible, espejos a los que se enfrenta
un emisor de rayos laser ultravioleta igualmente controlado electrénicamente.

El dispositivo comprende ademas, una serie de tanques amovibles electronicamente,
concretamente un primer tanque con sosa caustica en el que se sumerge la placa para
efectuar el revelado correspondiente de la misma, incluyendo un segundo tanque con
agua limpia para el lavado del sobrante de sosa caustica, y un tercer tanque de acido
clorhidrico en el que se introduce la placa rebelada y limpia, con el fin de eliminar el
exceso de material conductor que no pertenezca a las pistas de circuito impreso,
obteniéndose asi el circuito impreso correspondiente, el cual es sometido a un proceso
de taladrado mediante el correspondiente robot desplazable en los tres ejes de
coordenadas X, Y, Z, de manera que en combinacion con el correspondiente ordenador
de control se definen las coordenadas de cada orificio o taladro a realizar, siendo el
proceso de integracion de los componentes electronicos sobre la placa el convencional.

Descripcion de los dibujos

Para complementar la descripcién que seguidamente se va a realizar y con objeto de
ayudar a una mejor comprensién de las caracteristicas del invento, de acuerdo con un
ejemplo preferente de realizacion practica del mismo, se acompafia como parte
integrante de dicha descripcion, un plano en donde con caracter ilustrativo y no limitativo,
se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representacion correspondiente a una vista en perspectiva de
una instalacion para la obtencion de una placa de circuito impreso realizado de acuerdo
con el objeto de la presente invencion.

Realizacion preferente de la invencién

Como se puede ver en la figura resefiada, el dispositivo de la invencion comprende un
soporte fijo (1) sobre el que se dispone la placa (2) sobre la que obtener una serie de
pistas determinantes de un circuito eléctrico, placa (2) que como es convencional, incluye
una base plana de material no conductor, en el ejemplo elegido baquelita, mientras que
por ambas caras dicha placa base presenta un recubrimiento de un material conductor
fotosensible, concretamente una laminas de cobre.
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El equipo incluye un emisor (3) de un rayo ultravioleta (3') que se reflejan sobre una
pareja de espejos (4) motorizados, situados a uno y otro lado y enfrentados a la placa (2),
espejos (4) que son amovibles para orientar controlar el haz ultravioleta (3") de acuerdo
con los dos ejes de coordenadas X e Y.

Mediante el control del emisor (3) se "dibujan" las pistas que han de formar el circuito
impreso correspondiente sobre ambas caras de la placa (2), para que posteriormente
ésta se introduzca en un tanque de sosa caustica (6), para el revelado correspondiente
de las pistas a obtener, llevandose a cabo una agitaciébn, mediante un sistema de
burbujas con un compresor de aire en la parte inferior del propio tanque (6).

La placa fotosensible ya revelada es sometida a un proceso de lavado en un segundo
tanque de agua limpia (7) para eliminar los restos de sosa caustica, de manera que la
placa una vez limpia de sosa cdustica, es atacada para eliminar el exceso de material
conductor que no pertenezca a las pistas del circuito impreso, para lo cual la placa
revelada se introduce en un nuevo tanque (8) con &cido clorhidrico o Salfuman, durante
un tiempo controlado, eliminando asi dicho exceso de material y obtener el circuito
impreso o pistas que han de participar en el mismo.

Por ultimo se dispone de un robot taladrador, no mostrado en las figuras, que lleva a cabo
la ejecucidn de los orificios en la placa de circuito impreso correspondiente, de manera
que solo es preciso taladrar Unicamente el ndcleo de baquelita, ya que el material
conductor ha sido previamente eliminado en la zona de los orificios en la fase anterior.

En cuanto al proceso de montaje de los componentes electronicos, este se lleva a cabo
por cualquier medio convencional habitualmente utilizado.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de obtencion de una placa de circuito impreso, que partiendo de una
placa de material no conductor, recubierta por una o sus dos caras de un material
conductor, de naturaleza fotosensible, se caracteriza porque comprende las siguientes
fases operativas:

»  Disposicion de la placa (2) sobre un soporte fijo (1).

« Reflejo de un rayo laser (3") ultravioleta controlado en orden a dibujar mediante el
mismo las pistas del circuito a obtener sobre la cara o caras de la placa base.

* Revelado de la placa (2) por inmersion de la misma en sosa caustica.
»  Agitacion de la sosa caustica mediante burbujeo.
» Lavado con agua limpia de la placa una vez expuesta a la sosa caustica.

* Inmersién de la placa en acido clorhidrico para la eliminacion del material conductor
gue no participa en las pistas del circuito, incluido el de los orificios para el montaje
de los componentes electronicos.

« Taladrado de la placa, concretamente de su nacleo no conductor, para conseguir los
orificios de implantacién de los componentes electrénicos que participan en la placa.

«  Fijacién de los componentes electrénicos que participan en la placa.

2. Dispositivo para la puesta en practica del procedimiento de la reivindicacion 123,
caracterizado porque en el mismo participa un soporte fijo (1) sobre el que se dispone la
placa (2), una pareja de espejos (3) motorizados, sobre los que se hace incidir un rayo de
luz ultravioleta (3") a través del correspondiente emisor (3) para dibujar las
correspondientes pistas sobre la superficie de la placa (2), habiéndose previsto que el
dispositivo incluya un tanque de sosa caustica (6) de revelado de la placa (2) mediante
inmersion de la misma en el tanque, un segundo tanque con agua limpia (7) para
eliminaciéon de la sosa caustica sobrante, y un tercer tanque con acido clorhidrico o
Salfuméan (8) de eliminacién del exceso de material conductor, asi como un robot de
perforacion de la placa (2), amovible de acuerdo con los tres ejes de coordenadas X, Y,
Z, controlado mediante el correspondiente ordenador.
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N° de solicitud: 201500876

Fecha de Realizacion de la Opinion Escrita: 11.10.2016

Declaracion

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1,2 Si
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 2 Si
Reivindicaciones 1 NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinion.-

La presente opinidn se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201500876

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracién para la
realizacién de esta opinién.

Documento Numero Publicacion o Identificacion Fecha Publicaciéon

D01 ALEDO AMOROS, ANGEL. Circuitos impresos. paginas 16.02.2005
17-20.[en linea] 16.02.2005. [Recuperado el 05.10.2016]

[en internet] Recuperado de
<ftp://ftp.ehu.es/cidira/dptos/depjt/Tecnologia/BK-
ANGEL/04_Circuitos%20Ilmpresos/Circuitos_impresos.PDF>
D02 CARDABA, LUIS M2, Placas de circuito impreso [en 07.06.2008
linea] 07.06.2008 [Recuperado el 05.10.2016] [en
internet] Recuperado de
<http://www.lcardaba.com/projects/placas

de circuito impreso>

D03 TRIANO, A et al. Development of PCB printer using 03.05.2013
An ultraviolet laser diode. 03.05.2013. 2013 IEEE
Long Island Systems, Applications and Technology
Conference (LISAT). INSPEC [en linea] [recuperado
el 11.10.2016] <doi: 10.1109/LISAT.2013.6578222>

2. Declaracion motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

De todos los documentos recuperados del estado de la técnica se considera que el documento DO1 forma el estado de la
técnica mas cercano a la solicitud que se analiza.

Este documento describe un procedimiento de obtencién de una placa de circuito impreso, que partiendo de una placa de
material no conductor, recubierta por una o dos de sus caras de un material conductor, de naturaleza fotosensible, se
caracteriza porque comprende las siguientes fases operativas:

-disposicion de la placa sobre un soporte fijo

-insolacién de la placa con luz ultravioleta

-revelado de la misma en hidréxido sodico, es decir, en sosa caustica

-agitacion de la sosa por movimiento del recipiente

-lavado con agua

-inmersién de la placa en cloruro férrico o en acido clorhidrico con agua oxigenada

-taladrado de la placa

-fijacion de los componentes eléctricos

El documento D02 describe un proceso similar, con distinto orden para el taladrado de la placa. La diferencia fundamental
con la reivindicacion 1 del documento en estudio es que la insolacion de la placa se realiza con luz ultravioleta de cualquier
fuente mientras que en la reivindicacion 1 especifica que es el reflejo de un rayo laser ultravioleta controlado como medio
utilizado para dibujar las pistas del circuito que se quiere obtener en una o dos caras de la placa base.

El efecto de esta diferencia es una menor precision y la utilizacion de impresoras laser para realizar el dibujo, es decir, hacen
falta mas medios y mas etapas para conseguir el mismo resultado. Este seria el problema objetivo que se resuelve.

El documento D03 describe la utilizacion de un laser de luz ultravioleta de 100mA para dibujar las pistas del circuito sobre la
placa base sensible a los rayos ultravioletas. La luz de la fuente laser puede ser controlada en las direcciones X e Y por
espejos asociados con galvanémetros.

Se considera que el experto en la materia, enfrentado al problema técnico objetivo, hubiera recurrido a las ensefianzas del
documento D01 o D02, y hubiera encontrado en el documento D03, que se encuentra en el campo técnico adecuado y
aborda el mismo problema, la solucién al problema técnico objetivo.

En consecuencia, la reivindicacion 1 carece de actividad inventiva frente a la combinacion de los documentos D01-D03 de
acuerdo con el articulo 8 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

En conclusion, la solicitud no satisface todos los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 4.1 de la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes.
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